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奇景光電推出高於現有近紅外光靈敏度達兩倍的HM5530 UltraSenseIRTM 

主要用於機器視覺與主動感應相機的5.5百萬畫素背照式影像感測器 

 
 
【台南，2016 年 12 月 27 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）的子公司恆景科技今天宣布，推出 HM5530 

UltraSenseIR
TM產品、一款低功耗和低噪聲的 5.5 百萬畫素背照式感光技術（BSI）CMOS影像感測器，在近紅

外光（NIR）光譜中具有超過 40％的量子效率，能實現下一代的嵌入式計算機視覺應用，如 3D深度相機、自主

導航、事件與模式識別和人機互動。 

 
恆景科技技術長 Amit Mittra 表示，為了不干擾人類的感知，機器視覺主要使用近紅外光和其感測器。目前視覺

成像應用的主流技術是基於矽晶片的影像感測器，在成本、功耗和可擴展性都有競爭優勢，然而矽晶片的影像

感測器對近紅外光譜不敏感，需要通過使用相對大的畫素尺寸來來補償，這樣也限制了為了適應嵌入式設備體

積的感測器解析度。恆景利用突破性的 UltraSenseIR
TM 技術，將高集成度，低功耗和低噪聲背照式感測器技術

的優勢，與近紅外光和可見光高靈敏度結合在一個非常小的 2.0微米畫素尺寸，以實現高解析度的機器視覺和近

紅外光影像應用。 

 
HM5530 以業界標準 MIPI CSI2 介面作每秒 30 張全幅輸出時，功耗小於 140mW。感測器也可透過使用標準雙

線串行接口，支援與外部 LED 或雷射光源的同步訊號。隨著工程樣品準備好，恆景正在與平台廠提供商合作，

為機器視覺提供整體解決方案。 

 
 

新聞小辭典 

BSI 背照式感光技術 

將晶圓研磨至極薄而可透光，使影像感測器的畫素轉由背面感光,，改善傳統前照式感光感測器畫素被線路

遮擋的問題，以提高影像感測器的感光度。 

 
 
關於奇景光電： 

本公司係全球顯示器驅動 IC與時序控制 IC領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、

汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使

用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控

制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括 CMOS影像感測 IC及晶

圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇

景光電設立於 2001年，總部位於台灣台南，目前員工人數約 2,100人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至

2016 年 9月 30日為止，奇景光電在全球已取得 2,911項專利，尚有 458項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品

牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。 

 

關於恆景科技（奇景光電子公司）： 

恆景科技股份有限公司是一家無晶圓廠半導體公司，致力於開發 CMOS影像感測器（CIS），系統級晶片（SOC）和特殊應用的

感測器解決方案。作為 CIS行業的新公司，除了推出在筆記型電腦、平板電腦與手機的產品之外，恆景更專注在下一代應用於機

器視覺的創新 3D深度相機，超低耗電的全時感測器，以及在汽車上的新應用。有關詳細訊息，請參下面網址：

http://himaximaging.com/ 
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風險說明： 

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因

素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC產品及非驅動 IC產品之接受度、產品競爭力、

市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓

力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司

新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2015年度所申報的 20-F文件中「風險因素」

標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。  

 

 


